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Abstract (en)
The device provides a connector for screened leads in telephony and data communications. It includes a metallic earthing plate (1) which can be
supported on a printed circuit board or the like. The earthing plate (1) has a first bent back tongue. This forms a contact mandrel (2) into which is
plugged a screened lead or cable, between its screening and the cable cladding. The plate (1) also has a second tongue, spaced from the contact
mandrel (2), and running essentially parallel to it. This tongue forms a recess (3) into which the cable is laid. The recess (3) can be bent by setting
using a cable tie (8), opposite the contact mandrel (2).

Abstract (de)
Die Vorrichtung zum Anschluss abgeschirmter Leiter in der Telefonie und Datenkommunikation ist gekennzeichnet durch eine auf einer Printplatte
o. dgl. abstützbare metallische Erdungsplatte (1), mit einer ersten zurückgebogenen, einen zum Einstecken stirnseitig eines abgeschirmten Leiters
oder Kabels zwischen dessen Abschirmung und dessen Kabelmantel bestimmten Kontaktdorn (2) bildenden Zunge und einer weiteren, vom
Kontaktdorn (2) distanzierten, wenigstens angenähert parallel zu diesem verlaufenden, eine der Auflage des Kabels dienende Wanne (3) bildenden
Zunge, welche Wanne (3) durch Abbinden mittels Kabelbinder (8) in Richtung gegen den Kontaktdorn (2) biegbar ist. Eine solche Vorrichtung
gestattet eine unbeschränkte Anwendung in allen Bereichen, wo abgeschirmte Leiter anzuschliessen sind, wobei eine HF-mässig optimale Erdung
gewährleistet ist. <IMAGE>
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